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前言

　　一般认为，手册是某个特定领域的简明的参考资料。
当今快节奏的制造业技术需要这样的参考工具书，这种工具书能给读者提供基本的入门指引资料。
通过使用手册，使用者可以知悉关于某个专门技术领域的术语，使初学者与该领域经验丰富的专业人
员讨论问题时沟通无碍。
　　第2版《制造工程手册》（Handbook of manu facturing engineering）面向设备操作人员、制造业专
业人员以及车间工作人员。
为完成工作职责，他们在各自的领域都具有足够的知识。
当然，每个读者所在领域不同，水平也各异。
　　手册的最后一本，即卷四，研究的是产品的精加工，同时也论述了封装和自动化。
当权衡设备生产能力和工人的实际情况时，制造工程师必须考虑装配工艺的选择、生产率的影响以及
产品的质量。
　　Jack M．Walker是“用新方法解决老问题”这一理念的倡导者。
他没能参加这本书的编辑，但他在生命的最后几个月对本书作出了很大的贡献。
　　Jack对快速原型法的出现颇为高兴。
他在研究如何应用快速原型法来决定制造方法或选择材料（不能仅通过数学方法来选择材料）上投入
了很多时间。
作为一名制造工程师，在新产品制造期间，Jack喜欢在负责人作出最终决定之前做出原型机。
他常把这个叫做“感情外露的机会”，因为这个设计是不是讨人喜欢，一看便知。
　　一些产品本身要经过层层评估，在这种情况下，光洁度、外观和手感在材料的最终选择上是非常
重要的。
但是，随着纳米技术的发展。
精加工和装配问题变得更加关键。
研究当材料间彼此接触时材料微粒子间的相互作用，工程上称为摩擦学。
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内容概要

装配工艺对生产率、产品质量及生产成本都有重要的影响。
本书论述了手工装配、装配自动化以及电子组件装配等方面的内容，涉及到产品设计、材料、工艺和
封装的知识和技术。
    本书紧贴工程实际，为制造业工程技术人员提供了在产品装配方面必要的基础知识和工程经验。
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作者简介

Richard D.Crowson，美国佛罗里达州奥兰多市控制半导体公司（Controlled Semiconductor，Inc.）的一
名机械工程师。
他在工程领域，特别是激光领域和半导体制造设备的开发上，已经工作了25年有余。
他亲身参加主持数个世界500强公司和许多专业化的激光集成和半导体设备制造的小
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章节摘录

　　第1章　手工装配　　1.1　手工装配概述　　在今天日益复杂的工业制造领域，能记得生产某种
产品的真正目的及其生产过程并非易事。
假设无论生产何种产品，我们都坚持产品质量优良、准时交货以及保证客户满意度，那么，我们就应
该采取最为经济有效的方法去实现这一目标，即应该基于成本作出生产决策。
当然，确定成本并不是一件简单的事情。
我们有许多不同的方法来衡量成本。
　　在保证产品质量、交付期和客户满意度的条件下，为了实现成本最低，或许我们应该首先研究一
下单人公司的运作过程。
数百年前，单人公司为数众多——其实在今天也是如此，尽管大多数人没能意识到这一点。
美国统计局的报告表明，在1991年的萧条期，规模在1～10人的小型企业数量出现了增加，没有表现出
大中型公司所经历的低迷。
1987年到1991年，小型企业的数量每年增加1％。
大中型企业的数量在整个20世纪90年代每年增加达3％，但在1991年出现下降，这一年，雇员人数在10
～100人的企业数量下降了0.2％，而雇员人数超过100人的企业（这些企业通常集中在制造业）数量下
降了1.7％。
在1970年，制造业工人占工人总数的35％，到1991年，这一数字不到20％。
　　在美国，1991年企业雇员人数少于10人的公司超过400万家，雇员人数在10～99人的公司大约有150
万家，而规模超过100人的有13.4万家（全部企业共有6199339家）。
表1-1和表1-2示出了美国制造业生产工人的基本情况（美国统计局制造业普查数据）。
　　⋯⋯
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